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1.拥有相同“韵脚”的历史性变革：智能手机与智能汽车 

继智能手机后又一划时代的颠覆，现代汽车工业的“升维”攻坚战。

智能汽车与智能手机都是移动互联网下划时代的产物，相应的发展皆遵循

着“交互的变革-架构的升级-生态的演变”这一路径，而在这相同路径下，

其背后变化的核心逻辑也都遵循“外在交互-内在功能-外延生态”的引导

链条。纵观历程，智能汽车的架构变革已从“机械定义-硬件定义”向“软

硬件共同定义-生态定义”跃升。在此变化下底层硬件、应用软件及通信技

术也都进行了革新，智能汽车拥有了 OTA 能力。 

2.价值链的转移：总量上升，重心向软件及服务转移 

汽车单体价值远超于手机，其所带来的产业性机会也更为明显。根据

Yole 的预测，2022 年汽车行业市场规模将达到 2.3 万亿美元，约为整个消

费电子行业（含智能手机、平板、电脑等）规模的 2 倍。 

EE 架构的革新驱动汽车价值的重心从硬件向软件转变，推动软件市场

规模增长。根据麦肯锡的预测，汽车软件市场规模从 2020 年的 340 亿美

金攀升至 2030 年的 840 亿美金，期间的 CAGR 为 9%；至 2030 年全球

汽车市场，软、硬件的占比将分别达到 30%、41%，软件的占比是 2016

年（10%）的近 3 倍。 

汽车价值链呈现“总量上升，重心后移”趋势，其价值从硬件-软硬件

-服务不断延伸。1）传统汽车：聚焦于汽车制造价值链条；2）智能汽车：
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围绕移动终端进行角色转换，提升设计研发、后市场服务等环节的软件价

值，促进其产业“微笑曲线”向后延伸，形成“制造+服务”价值链条，贯

穿汽车的全生命周期。 

OTA 能力成为汽车迭代升级，以及主机厂实现盈利提升的关键：1）

消费价值增量：通过 OTA 对应用软件与硬件性能升级完善整车功能，加快

汽车周期迭代，并通过增值服务持续为用户提供消费价值；2）成本降低：

OTA 技术升级能够降低缺陷产品的召唤成本，以及售后车辆的维护成本。 

3.从特斯拉看智能化带来的“盈利模式的跃升” 
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特斯拉通过其 APP 进行 OTA 软件更新服务，实现了软件、服务收费

的 全 新 盈 利 模 式 ， 具 体 包 括 ： 1 ） 首 次 引 入 了 软 件 应 用 商 店

（in-apppurchase），方便用户购买升级软件，如基本版自动辅助驾驶

（Autopilot），完全自动驾驶（FSD）等高端功能；2）首度开启高级连接

服务收费（9.9 美元/月），只有车主支付了服务费才能用实时路况、卡拉

OK、流媒体等功能。 

软件订阅服务为特斯拉带来了全新增长点。以特斯拉 FSD 收入而言，

大致包含有两种盈利模式：1）一次性前装收费：一次性付费 8000 美金激

活 FSD 功能，对应营收=汽车销量×激活率×单价，预计至 2025 年将达到

70 亿美金；2）软件订阅服务：用户支付 199 美元（老用户支付 99 美元）
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即可享有一个月的 FSD 服务，预测至 2030 年特斯拉将有超过 1800 万存

量车主用户，其中近 80%将成为 FSD 的订阅付费用户，FSD 的订阅服务费

将达到 160 亿美元/年，按照其毛利率 80%测算，对应的 FSD 订阅服务费

毛利将高达 130 亿美元。 

4.迎接“汽车智能化”元年 
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大算力芯片成为自动驾驶基石，头部玩家将于 2022 年实现大规模量

产。自动驾驶需要强大算力为支撑，L3 级别至少需要 24TOPS，而实现 L4

级、L5 级达到千 TOPS 级。英伟达（OrinX 芯片）、高通（Snapdragon

平台/8540+9000 芯片）及华为（MDC 平台/昇腾芯片）等头部厂商的计

算平台及相关芯片算力优势突出。 

英伟达：Orin 芯片单颗算力 254TOPS，并且得益于英伟达在底层数

据库和运算平台的优势，Orin 芯片能通过开放的 CUDA，借助 TensorRTAPI

及各类库进行编程，同时借助于高效的工具链产品，使车企在自动驾驶系

统的研发更快地落地，并且因其制程工艺的成熟以及在游戏机、座舱版领

域的千万级销量实现成本分摊，预计单颗最低可达 320-500 美金/颗。 

高通：采取 8540+9000 组合芯片的方式推出 SnapdragonRide 平台，

其算力合计高达 700-760TOPS，能够支持 L2-L4 级自动驾驶，确定于 2022

年 Q2 量产，预计量产后芯片单颗最低可达 480 美金/颗。 
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华为：2021 年推出 MDC810 计算平台，算力高达 400TOPS,而其高

算力 AI 芯片昇腾 310 也已经量产，单颗芯片具备 16TOPS 算力；基于华

为强大的 ICT 实力，昇腾芯片可配合华为 5G 通信芯片、自研鸿蒙操作系

统等，实现其芯片+操作系统+中间件+应用算法软件的核心技术闭环。 

5.在智能化中率先看好“域控制器”赛道 
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智能汽车于 2022 年起实现大规模量产落地，智能化的“高光时刻”

来临。不论是新势力，亦或是传统主机厂均大规模投入参与自动驾驶“竞

速赛”，主机厂多选择硬件预埋的方式，即预装大算力芯片、多个摄像头、

毫米波雷达甚至是激光雷达等高性能硬件，使其理论上可以达到自动驾驶

的水平，按照主机厂进程，该类智能车型将在 2022-2025 年间逐步落地。 

新势力：理想 X01（支持 L2-L4），小鹏 P5（2022 年大规模交付具备

L4 硬件水平），蔚来 ET5、ET7、ES7（L2+）传统主机厂：上汽智己 L7、

R-ES33（支持 L2-L4），比亚迪汉 DM-i、宋 MAXDM-i（2022），长城沙

龙、摩卡（L2-L4）海外：奥迪 Etron（L2+）、奔驰 EQ 系列（L2+）、宝

马 X 系列插混（L2+） 

6.展望：后“缺芯”时代下控制器 Tier1 的机遇 
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供给端成本下降叠加需求端总量提振，为域控制器带来双重机遇。供

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：
https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35388


